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Der Embedded-Computer-Markt 
wird aktuell im Wesentlichen von 
zwei Richtungen getrieben. Die 
eine ist Marketing- / Kundengetrie-
ben und heißt Industrie 4.0 oder IoT. 
In dieser Richtung steckt sehr viel 
Spielraum für Fantasien hinsicht-
lich Geschäftsmodellen. Die andere 
Richtung sind die Trends im Consu-
mer Markt, wie Neuheiten bei den 
Prozessoren, schnellere Datenver-
bindungen etc. Hier war Ende letz-
ten Jahres Intels jüngster Spross - 
Apollo Lake mit aller Kraft zu spüren.

Wie aber sehen diese Trends bei 
genauerem Hinsehen aus, und wie 
wirken sie sich auf den Markt, die 
Kunden und die Erfüllung deren 
Bedürfnisse aus?

Kompakter
Statt dem bei Hoch- und Stab-

hochspringern und diversen wei-
teren Sportarten beliebten „höher“ 
geht einer der Superlativ in der Em-
bedded Branche in die entgegen-
gesetzte Richtung. Hier steht „kom-
pakter“ im Fokus der Entwicklungs-
mannschaften. Den Treibstoff für 
immer kompaktere kleinere Rech-
ner liefern, dem Consumer Markt 
sei Dank, die Prozessor-Herstel-
ler. Zwar nicht kostenlos, aber 
frei Haus. So stellen nicht nur die 
x86, sondern auch die ARM- und 

PowerPC-Fraktion immer leistungs-
fähigere Rechenkerne auf gleicher 
oder gar kleinerer Fläche zur Ver-
fügung. Das treibt die Leistung auf 
kleinstem Raum in immer höhere 
Sphären und das bei nahezu kon-
stanter Verlustleistung. Diese Prozes-
soren eignen sich somit bestens für 
kleine Bauformen von Single Board 
Computern (SBCs) und Modulen wie 
SMARC, Qseven, NANO-ITX oder 
auch den Klassiker 3,5“. 

Auf Basis dieser kleinen Boards 
und Module werden dann kom-
paktere, aber wie ihre Kerne, immer 
leistungsfähigere Box-PCs und 
Panel-PCs gebaut. Entwickler nut-
zen dafür die kleinen Module in Ver-
bindung mit einem applikationsspe-

zifischen Carrierboard, oder eben 
direkt einen SBC wie NANO-ITX. 
Das Ergebnis daraus ist für viele, 
nicht nach Rechenleistung dür-
stende Applikationen, völlig ausrei-
chend. Kunden in diesem Bereich 
werden häufig nur durch den Pro-
duktlebenszyklus oder auslaufende 
Softwareunterstützung zum Re-
design bewogen.

Schreitet die Miniaturisierung 
weiter so rasant voran, darf man 
gespannt sein, wann Rechner 
in der Leistungsklasse heutiger 
Core  i-Prozessoren in der Größe 
einer Streichholzschachtel reali-
sierbar sind. Jedoch werden in die-
sem Fall die auszuführenden Inter-
faces ob der Größe deren Buch-
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sen/Stecker die Größe des Rech-
ners vorgeben.

Leistungsfähiger
Dies ist wohl der unaufhaltbarste 

Trend in der Embedded Computer 
Branche. Wer nicht der Generation 
Smart Phone entstammt, kann sich 
noch an das jährliche Pushen um 
höhere Prozessor-Taktfrequenzen 
in der Zeit der Pentium-x-Prozes-
soren erinnern. Dann kam vor ca. 
13 Jahren mit dem Pentium M die 
Zäsur, als Intel sich von der puren 
Jagd nach mehr Leistung der Prozes-
soren verabschiedete, sondern der 
Verlustleistung den Kampf ansagte. 
2006 wurde dann das bekannte 
Tick-Tock-Modell einführt. Der ein 
oder andere wird sich schon bei der 
Vorstellung gefragt haben, damals 
ging die Roadmap von den 65 nm 
des Yonah (Core Duo Prozessoren) 
bis zu 32 nm (der späteren, ersten 
Core i-Generation), wann wird Intel 
auf die physikalischen Grenzen sto-
ßen? Schon mit der vierten Gene-
ration der Core-i-Prozessoren war 
es dann soweit. 

Das erfolgreiche Tick-Tock-Model 
wurde aufgekündigt und es war frag-
lich ob der Nachfolger „Tick-Trick-
Track“ nein, das Process-Architec-
tur-Optimization-Model, kurz PAO, 
entsprechend erfolgreich in die Fuß-

stapfen von Tick-Tock würde tre-
ten können. Trotz eines nun etwas 
kleineren Vorsprunges vor den Ver-
folgern im Rennen um den Ferti-
gungsprozess, hat Intel es wieder 
geschafft. Auch die neuen Gene-
rationen der Core  I-Reihe bieten 
einen Mehrwert für die leistungs-
hungrige Applikationen und wer-
den somit von Kunden nachgefragt.

Bei der Atom-Baureihe hat das 
Tick-Tock-Model allerdings noch 
Bestand. Hier hat der jüngste Spross 
„Apollo Lake“ einen Tock hinter sich. 
Eine neue Architektur Hand-in-Hand 
mit einer deutlich performanteren 
Grafik-Engine beflügeln auch hier 
die Verkaufszahlen. Wenn nur end-
lich geliefert würde. Hier muss Intel 
noch etwas nacharbeiten, um die 
wartende Embedded-Gemeinde 
zufrieden zu stellen. Basis-Produkte 
wie Module und SBCs stehen bei 

Herstellern wie Portwell in unter-
schiedlichen Formfaktoren bereits 
in den Startlöchern um die Nach-
frage zu befriedigen.

Wolkiger
Es geht nicht etwa um schlech-

teres Wetter, nein am IoT- oder 
Industrie-4.0-Himmel tut sich was. 
Zu Beginn des Jahres gibt es eine 
gute und eine schlechte Nachricht. 
Für alle die Industrie 4.0 schon abhe-
ben sehen: es fehlt noch immer ein 
Platzhirsch à la facebook, youtube 
oder twitter wie im Social Media 4.0. 
Das war die Schlechte. Die Gute 
ist: Für alle Player gibt es noch die 
Möglichkeit das ein oder andere 
Feld zu besetzen. 

Das Internet der Dinge schreitet 
trotzdem mit großen Schritten voran. 
So wie es aussieht, wird IoT keinen 

Dominator à  la facebook, twitter 
oder google hervorbringen, dafür 
sind die Anforderungen der Indus-
trie wohl doch zu komplex. Men-
schen sind da anscheinend deut-
lich einfacher in Schablonen à  la 
facebook zu pressen. Wir sind eben 
doch Herdentiere, die mit der Masse 
rennen. Oder liegt die Geschwindig-
keit der Entwicklung vielmehr daran, 
dass am Ende der Kette bei IoT nur 
kleine „dumme“ Sensoren stecken, 
die nicht wie beim großen Bruder 
Social Media 4.0 über die Kaufkraft 
von Milliarden verfügen?

An anderer Stelle wird dem IoT 
schon das Ende prophezeit. Grund 
dafür sind Sicherheitslücken - immer-
hin sieben Jahre nach Stuxnet immer 
noch ein Thema. Hier ist es an der 
Zeit, dass aus der IT-Infrastruktur 
bekannte Mechanismen erfolgreich 
adaptiert werden. Aber keine Sorge, 
Totgeglaubte leben ja bekanntlich 
länger. Bestes Beispiel aus der Em-
bedded Welt ist da VME. Wurde da 
1997, aufgrund der Einführung des 
dedizierten und auch äußerst erfolg-
reichen Nachfolgers CompactPCI, 
das Ende von VME prognostiziert, 
so gibt es immer noch Branchen und 
Applikationen in denen VME 100% 
oder nahezu 100% Marktanteil hat. 

Also, keine Angst, IoT wird ebenso 
wie VME kein abruptes Ende neh-
men. Aber nach dem großen Hype 
scheint die Marketingblase um IoT 
etwas an Luft zu verlieren. Sicher-
heitsbedenken mögen ein Grund 
dafür sein, die noch fehlenden Kom-
plettlösungen ein anderer. Aber im 
Vergleich zu VME hat IoT ja auch 
noch etwas Zeit um seinen Platz 
zu finden.

Egal in welche Richtung „kom-
pakter – leistungsfähiger – wol-
kiger“ es geht, es wird immer wei-
ter gehen und spannend bleiben. 
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